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PROGRAMA DE MICROELECTRONICA (Opcional_4° Fisicas) :

4 Créditos de Teoria (equivalente a 2,7 horas semanales)

E. Lora-Tamayo 12-5-95

1 - Introduccién a la Microelectronica _
Resefia histérica - Clasificacion de circuitos integrados por tecnologias y por
complejidad - Procesos tecnoldgicos y disefio en Microelectronica.

2 -  Procesos bésicos para tecnologias hibridas y tecnologla planar

PVDy pellculas delgadas - Fotolitografia basica - Semigrafia - Tecnologia de
pelicula gruesa y pelfcula fina - Tecnologia planar.

3 - Procesos basicos (Front end) para Tecnologias monoliticas.
Crecimiento de Silicio - Difusién - Oxidacion térmica epitaxia - Implantacién
ibnica. '

4 - Procesos basicos (Back end) para tecnologias monoliticas:
CVD - Grabado - Muitimetalizaciones - Encapsulacion y MCMs.

5 -  Tecnologias basicas para C..
Tecnologia bipolar - Tecnologia NMOS - Tecnologia CMOS.

6 - Modelizacion de dispositivos.

Necesidad - Modelos CAD para dispositivos semiconductores: Diodo, BJT y
TMOS - Adquisicion de parametros.

7 - Metodologias de disefio de CI:
Introduccion - Etapas fundamentales del proceso de disefio -Principios generales
(planos de base, librerias, CAD) - Altemativas de implementacion de ASICS:
Disefio "full-custom"”, Gate arrays, standard-cells, dispositivos programables

(LCAs).
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